证券代码：600520                                            证券简称：三佳科技

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                             编号：2026-0602
	投资者关系活动类别
	调研：线下   □分析师会议
□媒体采访     □业绩说明会
□新闻发布会   □路演活动
现场参观	   □其他

	来访人
	中信建投证券股份有限公司、
富国基金管理有限公司

	来访人类型
	投资者     证券机构      新闻媒体□  
其他：                                  

	上市公司接待人员
	总经理：昌望
董事会秘书：夏军
证券事务代表：毕静
信息披露专员：王如梦

	接待时间
	2026年6月2日10:00时

	接待地点
	三佳科技党群活动服务中心三楼会议室

	投资者关系活动主要内容介绍
	[bookmark: OLE_LINK2]Q1:请介绍一下公司及主营业务情况。
A1:公司成立于2000年4月，公司前身是原电子工业部所属4150、4963、4524三个军工厂，2002年1月在上交所主板上市，被誉为“中华模具第一股”。2025年1月，合肥产投集团旗下合肥市创新科技风险投资有限公司通过股权收购形式成为公司控股股东。公司经过多年发展，目前核心业务涵盖半导体封装装备及智能制造业务两大板块。半导体封装装备具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等；智能制造业务具体包括塑料挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件等。半导体封装装备板块的营业收入占公司主营业务收入约70%，智能制造板块约占30%。

Q2: 合肥产投集团针对三佳科技未来中长期发展制定了怎样的发展战略？ 
A2:（1）战略定位：将三佳科技打造为集团旗下控股型上市平台，聚焦战略性新兴产业布局，确立内生增长与外延并购相结合的发展战略。
（2）为落实发展战略，对公司业务架构和组织架构进行了调整优化，以支撑后续发展。
（3）产业整合落地：通过并购整合同业优质标的众合半导体，提升了上市公司经营规模，依托资源整合破除同行业无序内卷竞争，实现提质增效，夯实上市公司主业基本盘。收购众合半导体既是上市公司内生增长的重要举措，也为后续外延并购、投后整合积累实操经验，对未来收并购的整合具有指导意义。

[bookmark: OLE_LINK3]Q3: 合肥产投集团投资储备项目情况如何？
A3:合肥产投集团重点围绕集成电路、新能源、新材料等战略性新兴产业及量子、核聚变、低空经济等未来产业进行投资布局，累计股权投资项目超500家。

Q4:公司与长鑫存储有何关系？目前是否与长鑫存储有业务往来？未来是否有合作的空间？
A4: 长鑫存储系我公司间接控股股东合肥产投集团重点孵化投资企业，穿透后合肥产投集团是其第一大股东。双方团队就相关合作可能性进行过交流，但截止目前与长鑫存储无业务往来。

Q5:请介绍公司半导体封装装备的国内市场规模及未来增长预期？
A5:结合行业发展趋势及市场测算，预计2026年行业将迎来大幅增长，其中先进封装装备市场规模有望显著提升，整体行业增长空间广阔。
[bookmark: OLE_LINK4]
Q6:请介绍公司先进封装相关研发团队建设及研发保障情况。
A6:公司研发聚焦先进封装塑封设备及模具，保障研发资金投入，研发团队以研究院为载体独立开展新品研发工作。现阶段先进封装设备研发各项工作有序推进，研发进度整体符合规划预期。

[bookmark: OLE_LINK5]Q7:对今年业绩有何展望？
A7:目前整个行业市场景气度向好，从一季度的情况来看，公司在手订单实现明显增长。

[bookmark: OLE_LINK10]Q8：公司核心产品的交货周期为多久？
A8：半导体封装系统产品交货周期平均约90天，模具产品交货周期平均约45天。通过内部提质增效，交货周期有缩短空间，公司产能可有效保障客户需求。

[bookmark: OLE_LINK11]Q9：公司目前再融资工作进展如何？
A9：公司将于2026年6月15日召开股东会，会议主要审议公司再融资相关议案，后续将依规稳步推进再融资各项工作。


                  日  期：2026年6月2日
